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内容概要

　　《21世纪高职高专电子信息类规划教材：电子产品生产工艺》以培养学生的动手能力为目标，以
小型电子产品为载体，把现代电子产品生产工艺相应的内容融入到工作任务中，具体直观地介绍了电
子产品安装与调试的基本工艺和操作技能。
内容包括常用电子元器件的识别与检测、通孔插装元器件电子产品的手工装配焊接、印制电路板的制
作工艺、通孔插装元器件的自动焊接工艺、表面贴装元器件电子产品的手工装接、表面安装元器件的
贴片再流焊工艺、电子产品整机装配工艺、电子产品的调试工艺及电子工艺文件的识读与编制。
　　《21世纪高职高专电子信息类规划教材：电子产品生产工艺》按照基于工作过程的课程方式进行
编写。
全书共分9章，每一章均包含&ldquo;任务驱动&rdquo;、&ldquo;任务资讯&rdquo;、&ldquo;任务实
施&rdquo;、&ldquo;相关知识&rdquo;、&ldquo;任务总结&rdquo;与&ldquo;练习与巩固&rdquo;，以完成
工作任务为目标来激发学生的学习兴趣，调动学生主动学习的积极性。
　　《电21世纪高职高专电子信息类规划教材：电子产品生产工艺》可作为高职高专院校电子类专业
及相关专业的教材，也可作为从事电子产品生产工艺的技术人员的参考书。
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